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第一节 重要提示 

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 

 

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 

 

3 公司全体董事出席董事会会议。 

 

4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 

 

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 

本公司拟以总股本1,779,553,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共

分配红利355,910,600元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。2021年度，公司不进行资本

公积金转增股本，不送红股。 

 

 

第二节 公司基本情况 

1 公司简介 

公司股票简况 

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 

A股 上海证券交易所 长电科技 600584 G苏长电 

 

 

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 

姓名 吴宏鲲 袁   燕 

办公地址 江苏省江阴市滨江中路275号 江苏省江阴市滨江中路275号 

电话 0510-86856061 0510-86856061 

电子信箱 IR@jcetglobal.com IR@jcetglobal.com 

 

2 报告期公司主要业务简介 

公司所属行业为半导体芯片成品制造和测试子行业，半导体行业根据不同的产品分类主要包

括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类，广泛应用于通信类、高性能计算、消

费类、汽车和工业等重要领域。其中，集成电路为整个半导体产业的核心，因为其技术的复杂性，

产业结构具备高度专业化的特征，可细分为集成电路设计、集成电路晶圆制造、集成电路芯片成

品制造和测试三个子行业。 

 



1、半导体市场情况 

据世界半导体贸易统计协会（“WSTS”）统计，2021 年全球半导体市场全年总销售额达到 5,559

亿美元，同比增长 26.2%。据中国半导体行业协会统计：2021 年中国集成电路产业销售额为

10,458.3 亿元，同比增长 18.2%；其中，设计业销售额为 4,519 亿元，同比增长 19.6%；制造业

销售额为 3,176.3 亿元，同比增长 24.1%；封装测试业销售额 2,763 亿元，同比增长 10.1%。 

从全球半导体产业发展的历史情况来看，行业处于增长期并具有一定的周期性。 

 

2、公司的行业地位 

根据芯思想研究院（ChipInsights）发布的 2021 年全球委外封测（OSAT）榜单，长电科技以预

估 309.5 亿元营收在全球前十大 OSAT 厂商中排名第三，中国大陆第一。公司在品牌领导力、多元

化团队、国际化运营、技术能力、品质保障能力、生产规模，运营效率等方面占有明显领先优势。 

从近五年市场份额排名来看，行业龙头企业占据了主要的份额，其中前三大 OSAT 厂商依然

把控半壁江山，市占率合计超 50%。 

 



3、 半导体行业上下游情况：  

集成电路产业链包括集成电路设计、集成电路晶圆制造、芯片成品制造和测试、设备和材料

行业。公司所属芯片成品制造与测试位于产业链中下游，是集成电路产业链上重要的一个环节。

集成电路芯片成品制造与测试的客户是集成电路设计公司和系统集成商，设计公司设计出芯片方

案或系统集成方案，委托集成电路制造商生产晶圆（芯片），然后将芯片委托封测企业进行封装、

测试等，再由上述客户将产品销售给电子终端产品组装厂。 

集成电路芯片成品制造行业的供应商是设备和材料。原材料的供应影响芯片成品制造行业的

生产，原材料价格的波动影响芯片成品制造行业的成本。 

长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式

服务，包括集成电路的系统集成、设计仿真、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装

测试、系统级封装测试、芯片成品测试并可向世界各地的半导体客户提供直运服务。 

通过高集成度的晶圆级 WLP、2.5D/3D、系统级（SiP）封装技术和高性能的 Flip Chip 和引线互

联封装技术，长电科技的产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用，包括网络通讯、移动

终端、高性能计算、车载电子、大数据存储、人工智能与物联网、工业智造等领域。公司 2021

年度营业收入按市场应用领域划分：通讯电子占比 40.0%、消费电子占比 33.8%、运算电子占比

13.2%、工业及医疗电子占比 10.3%、汽车电子占比 2.6%。 

在中国、韩国及新加坡拥有两大研发中心和六大集成电路成品生产基地，业务机构分布于世

界各地，可与全球客户进行紧密的技术合作并提供高效的产业链支持。 

公司主要经营模式为根据客户订单及需求，按为客户定制的个性化标准或行业标准提供专业

和系统的集成电路成品生产制造、测试以及全方位的端到端的一站式解决方案。报告期内，公司

的经营模式未发生变化。 

 

3 公司主要会计数据和财务指标 

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 

单位：元  币种：人民币 

 
2021年 2020年 

本年比上年 

增减(%) 
2019年 

总资产 37,098,618,885.51 32,328,196,228.34 14.76 33,581,893,568.01 

归属于上市公

司股东的净资

产 

20,991,131,608.04 13,399,706,193.77 56.65 12,627,430,980.43 

营业收入 30,502,417,851.52 26,463,994,512.61 15.26 23,526,279,785.46 

归属于上市公

司股东的净利

润 

2,958,712,532.84 1,304,390,209.14 126.83 88,663,437.59 

归属于上市公

司股东的扣除

非经常性损益

的净利润 

2,486,571,359.81 951,889,625.26 161.22 -792,844,915.85 

经营活动产生

的现金流量净

额 

7,428,671,369.12 5,434,695,224.80 36.69 3,176,424,596.47 

加权平均净资

产收益率（%） 
16.42 10.02 

增加6.40个百

分点 
0.71 

基本每股收益 1.72 0.81 112.35 0.06 



（元／股） 

稀释每股收益

（元／股） 

1.72 
0.81 

112.35 
0.06 

 

3.2 报告期分季度的主要会计数据 

单位：元  币种：人民币 

 
第一季度 

（1-3 月份） 

第二季度 

（4-6 月份） 

第三季度 

（7-9 月份） 

第四季度 

（10-12 月份） 

营业收入 6,712,351,159.39  7,106,260,293.53  8,098,503,738.82  8,585,302,659.78  

归属于上市公司股

东的净利润 
386,215,997.80  935,910,363.79  793,457,166.06  843,129,005.19  

归属于上市公司股

东的扣除非经常性

损益后的净利润 

348,063,858.95  590,520,783.74  734,726,022.34  813,260,694.78  

经营活动产生的现

金流量净额 
1,204,363,802.09  1,676,929,162.69  1,911,982,022.02  2,635,396,382.32 

 

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 

□适用  √不适用  

4 股东情况 

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 

单位: 股 

截至报告期末普通股股东总数（户） 385,112 

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 375,979 

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 

前 10 名股东持股情况 

股东名称 

（全称） 

报告期内增

减 

期末持股数

量 

比例

(%) 

持有有

限售条

件的股

份数量 

质押、标记或冻结

情况 股东 

性质 股份 

状态 
数量 

国家集成电路产业投

资基金股份有限公司 
-51,619,597 236,897,906 13.31 0 无 

  国有法

人 

芯电半导体（上海）有

限公司 
0 228,833,996 12.86 0 无 

  境内非

国有法

人 

香港中央结算有限公

司 
43,091,432 48,545,849 2.73 0 未知 

  
未知 

无锡金投领航产业升

级并购投资企业（有限

合伙） 

0 33,579,583 1.89 0 无 

  境内非

国有法

人 



中国建设银行股份有

限公司－华夏国证半

导体芯片交易型开放

式指数证券投资基金 

-10,093,063 18,581,104 1.04 0 未知 

  

未知 

阿布达比投资局 9,325,576 9,325,576 0.52 0 无 
  境外法

人 

中国银行股份有限公

司－国泰CES半导体芯

片行业交易型开放式

指数证券投资基金 

-5,545,374 8,759,623 0.49 0 未知 

  

未知 

国泰君安证券股份有

限公司－国联安中证

全指半导体产品与设

备交易型开放式指数

证券投资基金 

-7,905,800 8,030,050 0.45 0 未知 

  

未知 

河南战兴产业投资基

金（有限合伙） 
5,300,353 5,300,353 0.30 0 无 

  境内非

国有法

人 

诺德基金－深圳市国

协一期股权投资基金

合伙企业（有限合伙）

－诺德基金浦江 69号

单一资产管理计划 

5,300,353 5,300,353 0.30 0 无 

  

境内非

国有法

人 

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司无实际控制人，前两大股东分别为：国家集成电路产

业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司，

前两大股东之间不存在任何一致行动关系,其他股东之间

未知是否存在关联关系及一致行动人关系。 

表决权恢复的优先股股东及持股数量

的说明 
不适用 

 

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 

□适用  √不适用  

 

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 

□适用  √不适用  

 

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 

□适用 √不适用  

 

5 公司债券情况 

□适用 √不适用  



 

第三节 重要事项 

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对

公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。   

报告期内,公司全年实现营业收入 305.02 亿元，比上年同口径营业收入增长 15.26%；实现归属于

上市公司股东的净利润 29.59 亿元，同比增长 126.83%。 

 

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终

止上市情形的原因。 

□适用  √不适用  

 

 

 

江苏长电科技股份有限公司 

董事长：周子学 

二〇二二年三月二十九日 


